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図表 1 リソグラフィー技術のロードマップ 




光学方式 KrF 0.248 現行量産 
ArF 0.193 2000～ 












































欧州は、 Infineon Technologies（独）の EUV 
LLC の参加、さらには ASML の EPL 開発からの
離脱、EUV LLC への協力と、米国と歩調を合わ
せつつある。ただし若干米国と異なる点は、ASML 
－ カールツァイス － ショットが F2 方式用の







































EUV 0.0134 22.4 92.53 18.506 
F2 0.157 1.910 7.90 1.580 
ArF 0.193 1.553 6.42 1.285 





























る。NA = 0.9のレンズを用いて 0.05μmまでの
加工が可能である。 
 





























米国の半導体開発においては EUV LLC に見
られるような産官連携、スタンフォード大学のＣＩＳ


















※ 注目動向                      
 
AMSKの SVG社買収で米欧連携強化へ 
ブッシュ政権は 5 月 3 日に ASML が、カリフォ
ルニアの SVG社を買収するという計画を認可した
と発表した。 
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